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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DE
“Adquisicién de un sistema de deposicidn fisica en fase vapor de
peliculas delgadas metalicas mediante evaporacion térmica”

El equipamiento solicitado consiste en un equipo para la deposicion de peliculas
delgadas de materiales metalicos mediante deposicién fisica en fase de vapor por
evaporacion térmica. El equipo estd destinado a la deposicion de peliculas delgadas de
metales (Au, Cr, Ti, Al,...) para la realizacién de circuitos electrénicos de alta frecuencia
mediante técnicas de fotolitografia y atacado quimico.

El sistema estard ubicado en el “Laboratorio de Fabricacion de Circuitos de Alta
Frecuencia en Tecnologia LTCC” del Microcluster de Investigacion “Tecnologias de alta
potencia en radiofrecuencia: comunicaciones espaciales y aceleradores” al cual
pertenece el Instituto ITEAM, sito en la Ciudad Politécnica de la Innovacion (CPl) de la
Universitat Politécnica de Valéncia.

1. Condiciones generales

Las ofertas presentadas deben incluir el transporte, instalacién y puesta en marcha del
equipo en las instalaciones. Asimismo, deberan incluir un curso de formacion en el uso del

mismao.

El periodo minimo de garantia del equipo sera de 12 meses.

2. Especificaciones técnicas

El equipo suministrado incorporara al menos los siguientes elementos:

¢ Camara de proceso

« Sistema de alto vacio consistente en una bomba primaria y una bomba secundaria
turbo-molecular

« Porta-substratos para sujecion de la muestra/circuito sobre el que quiere
depositarse la pelicula

e 1 Fuente de evaporacion térmica con capacidad para albergar material suficiente
para la deposicion de peliculas de espesor > 200 nm

« Monitorizacion del espesor de la pelicula depositada
o Unidad de control del equipo
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A continuacion se detallan las caracteristicas técnicas minimas
objeto de la presente licitacion:
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que 'debe Feunir el equipo

e Camara de vacio cibica de acero inoxidable con puerta frontal

* Soporte para substratos de 4”

» Presion de vacio final en la camara < 1-10"¢ mbar

 Sensor de presion de alto vacio de doble filamento (Pirani/catodo caliente)
» Fuente(s) de evaporacion térmica tipo boat con elevada capacidad de carga

* Unidad de alimentacion para fuente(s) de evaporacién de tensidn/corriente minima
2.5 KVA

* Obturador neumatico para fuente(s) de evaporacién

3. Posibilidades de ampliacion

Se valoraran las posibilidades de ampliacion futura del equipo, y en particular la
posibilidad de incorporar posteriormente una fuente para evaporacion mediante cafon
de electrones (e-beam) y/o pulverizacion catédica (sputtering).
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